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预审部分



				（S006）顾客特殊要求																												文件维护记录
备注：更新的正文内容以蓝色字体显示。

																																更改原因		更改依据				更新时间		更改责任人		审核责任人

				序号		分类		关注
类型		订单预审																				防呆						更新内容简述

作者: 作者:
针对更改前和更改后的内容进行简单描述，新增的写新增


										信息掌握

				1		标记		预审		加快捷标记及周期标记。

				2		字符		共用		1、字符在金面上，必须使用高士字符油墨；                                                                                 
2、如没有字符在金面上，可以不用高士字符油墨，可以用字符打印机；                                                                 3、对于沉金板：工程CAM在ERP字符工序备注：“不允许金面字符渗油印迹”，沉金板不允许字符上焊盘(包括大金面)；金面上的字符无法移动时，被削导致的模糊需要确认。
4.上表面处理的字符允许掏开制作；允许删除板外的字符，板边的字符允许挪到板内制作；																						预审与客户确认		预审与客户确认结果		新增		20200624		张友柱		周炜专

						表面工艺		共用		当客户有金手指要求，无金手指金厚说明时，金厚按0.8um制作；																						预审与客户确认		预审与客户确认结果		新增		20200624		张友柱		周炜专

				3		其它项		预审		1.此客户对工程EQ时效性要求较高，工程师发出EQ之后，需要电话通知客户回复EQ，无法联系客户需要通知销售跟进。
2.类似下图所示的小点每一层均有，均删除制作
																						预审与客户确认		预审与客户确认结果		新增		20200624		张友柱		周炜专

				4		阻焊		共用		外层完成铜厚小于2OZ,有0.5pich（包含0.5pich）以下的板，10um≤导线顶部阻焊厚度≤35um,BGA焊盘阻焊油墨高于焊盘尺寸 ≤25um,SMD焊盘焊盘油墨高于焊盘尺寸≤35um.
pitch≤0.5mm的BGA区域塞孔面阻焊厚度不可高于周边焊盘35um，其余位置过孔塞孔按照≤50um执行。
以上要求P10无法满足，因此有焊盘Pitch≤0.5mm的设计的板，超P10能力。预审识别出这类的板(前期需要自己看设计，后续客户会在订单文件里备注有BGA，QFN和QFP焊盘pitch≤0.5mm的设计），能力工厂剔除P10
表层铜厚≥2OZ，BGA、SMD及阻焊塞孔要求不可高于焊盘50um																						客户补充协议		S006阻焊厚度要求罗孝贤2020-11-10S006顾客质量要求评审表V2 
320003S006阻焊厚度要求罗孝贤2022-06-16顾客质量要求评审表 		新增		20201120
20220709		张友柱

				5		字符		共用		板外字符均允许忽略制作；																						预审与客户确认		S006-工程EQ问题汇总补充要求罗孝贤2021-08-25S006民品顾客质量要求评审表 		新增		20210827		张友柱

										若客户设计字符白油上焊盘，默认允许我司将焊盘上字符白油掏掉制作，避免白油字符上焊盘影响焊接，若客户故意设计字符白油上焊盘，客户会在制板说明内告知我司；

				6		外层		共用		BGA夹线间距不足时，客户允许外层完成铜厚按照最小33.4μm制作，线宽缩小至最小线宽，极限削BGA保证最小间距制作并接受被削BGA变形。

				7		阻抗		共用		若出现部分阻抗线实际文件中没有设计，允许忽略阻抗要求，不做控制；

				8		内层		共用		若客户设计线路层中存在某两层图形完全一致，无异常，均按文件制作即可；

















CAM部分



				（S006）顾客特殊要求																												文件维护记录
备注：更新的正文内容以蓝色字体显示。

																																更改原因		更改依据				更新时间		更改责任人		审核责任人

				序号		分类		关注
类型		CAM制作																				防呆						更新内容简述

作者: 作者:
针对更改前和更改后的内容进行简单描述，新增的写新增


										信息掌握

				1		验收标准		CAM		打叉板：																						客户协议更改		S00620180417		打叉板		20180426

										Set中Unit数（个）				允许打叉数(块)

										≤5				1

										6到8				2

										≥9				3

										叉板比例不超过订单总数的5%

				2		字符		共用		1、字符在金面上，必须使用高士字符油墨；                                                                                 
2、如没有字符在金面上，可以不用高士字符油墨，可以用字符打印机；                                                                 3、对于沉金板：工程CAM在ERP字符工序备注：“不允许金面字符渗油印迹”，沉金板不允许字符上焊盘(包括大金面)；金面上的字符无法移动时，被削导致的模糊需要确认。
4.上表面处理的字符允许掏开制作；允许删除板外的字符，板边的字符允许挪到板内制作；																						预审与客户确认		预审与客户确认结果		新增		20200624		张友柱		周炜专

								CAM		作为雕刻二维码或条形码使用的白油块，厚度需要20-35μm，要求平整。请注意按白油块平整度规则制作文件和设计ERP流程。																						客户协议更改		S00620180412		白油块		20180424

				3		表面工艺		共用		当客户有金手指要求，无金手指金厚说明时，金厚按0.8um制作；																						预审与客户确认		预审与客户确认结果		新增		20200624		张友柱		周炜专

				4		其它项		共用		
1.类似下图所示的小点每一层均有，均删除制作
																						预审与客户确认		预审与客户确认结果		新增		20200624		张友柱		周炜专

				5		阻焊		共用		外层完成铜厚小于2OZ,有0.5pich（包含0.5pich）以下的板，10um≤导线顶部阻焊厚度≤35um,BGA焊盘阻焊油墨高于焊盘尺寸 ≤25um,SMD焊盘焊盘油墨高于焊盘尺寸≤35um.
pitch≤0.5mm的BGA区域塞孔面阻焊厚度不可高于周边焊盘35um，其余位置过孔塞孔按照≤50um执行。
以上要求P10无法满足，因此有焊盘Pitch≤0.5mm的设计的板，超P10能力。预审识别出这类的板(前期需要自己看设计，后续客户会在订单文件里备注有BGA，QFN和QFP焊盘pitch≤0.5mm的设计），能力工厂剔除P10
表层铜厚≥2OZ，BGA、SMD及阻焊塞孔要求不可高于焊盘50um																						客户补充协议		S006阻焊厚度要求罗孝贤2020-11-10S006顾客质量要求评审表V2 
320003S006阻焊厚度要求罗孝贤2022-06-16顾客质量要求评审表 		新增		20201120
20220709		张友柱

				6		阻焊		共用		BGA区域不允许假性露铜（阻焊和终检工序需备注）																						P10要求将此要求下发给工程		ECN升级流程通知与处理方式——当前与ECN相关的问题-20201114		新增		20201203		张友柱

				7		字符		共用		板外字符均允许忽略制作；																						预审与客户确认		S006-工程EQ问题汇总补充要求罗孝贤2021-08-25S006民品顾客质量要求评审表 		新增		20210827		张友柱

										若客户设计字符白油上焊盘，默认允许我司将焊盘上字符白油掏掉制作，避免白油字符上焊盘影响焊接，若客户故意设计字符白油上焊盘，客户会在制板说明内告知我司；

				8		外层		共用		BGA夹线间距不足时，客户允许外层完成铜厚按照最小33.4μm制作，线宽缩小至最小线宽，极限削BGA保证最小间距制作并接受被削BGA变形。

				9		阻抗		共用		若出现部分阻抗线实际文件中没有设计，允许忽略阻抗要求，不做控制；

				10		内层		共用		若客户设计线路层中存在某两层图形完全一致，无异常，均按文件制作即可；
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